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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T17472—2008《微电子技术用贵金属浆料规范》,与GB/T17472—2008相比,除

结构调整和编辑性修改外,主要技术变化如下。
———更改了烧结型浆料的烧结温度范围。由“400℃~900℃”更改为“400℃~1600℃”(见

3.1,2008年版的3.1)。
———增加了对固化型浆料固化条件的详细说明(见3.2)。
———更改了计算浆料固体含量时的条件。由“浆料在400℃~900℃灼烧后”更改为“烧结型浆料

在750℃灼烧后”,由“浆料在室温至250℃加热后”更改为“固化型浆料在一定温度(25℃~
400℃)加热后或在紫外光(波长为100nm~400nm的电磁波)的照射下或在电子束辐射(电
子的能量为30keV~300keV)的照射下至恒重”(见3.3,2008年版的3.3、3.4)。

———更改了浆料细度的定义。由“浆料中固体微粒的大小”更改为“浆料中颗粒物的分散程度”(见

3.4,2008年版的3.5)。
———增加了方阻定义中导电膜厚度规定:25.4μm。增加了方阻的折算公式(见3.5)。
———增加了导电膜示意图(见3.5)。
———删除了牌号表示方法中非贵金属浆料的字母标识(见2008年版的4.1.3)。
———更改了牌号表示方法中“b”的含义。由“烧结型浆料或固化型浆料”更改为“工艺类型”(见

4.3,2008年版的4.1.3)。
———删除了牌号表示方法中电极浆料的字母标识(见2008年版的4.1.3)。
———更改了浆料牌号的表示方法。由“d———金属名称。用化学元素符号表示金属名称”更改为

“d———金属相成分。用化学元素符号表示金属名称,元素符号后的数字表示该金属占金属相

的质量分数”(见4.3,2008年版的4.1.3)。
———删除了浆料对使用贵金属原料的要求(2008年版的4.2)。
———增加了外观质量的试验方法(见6.2)。
———增加了检验项目和取样的相关内容(见7.3)。
———增加了外观质量项是否合格的判定规则(见7.5.1)。
———增加了除外观质量外的检验项目出现不合格时,复检时判定产品是否合格的详细规则(见

7.5.2)。
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